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摘要 本文档为创建基于恩智浦MCXA14x/15x MCU的硬件设计提供了指南和建议。 
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图2. MCXA14x/15x型号ID 

Package  
PJ: VFBGA112 
LL: LQFP100 
LH: LQFP64 
MP: LFBGA64 
FT: HVQFN48 
FM: HVQFN32 Temperature range 

V: -40 °C to +125 °C 

Memory size 
2: 64 KB flash 
3: 128 KB flash 
4: 256 KB flash 
5: 512 KB flash 
6: 1 MB flash 

Core set 
4: 48 MHz 
5: 96 MHz 

Feature set 
1: Baseline 

A series 

MCX A 1 4 3  V L H 

 

1 介绍 

本文档为创建基于恩智浦MCXA14x/15x MCU的硬件设计提供指南和建议。它还为设计电路板原理图和电路板布
局提供了指南。本文档旨在帮助硬件工程师在电路板设计和测试阶段达成一次性成功，并避免电路板首次启动出

现问题。 

有关器件特定的硬件文档，请访问MCX A系列控制器。 
 

2 MCXA14x/15x系列概述 

MCXA14x/15x系列是恩智浦推出的全新通用MCU系列，进一步拓展了其面向工业和物联网应用的高度可扩展
MCU的产品组合。它构建在传统的LPC和Kinetis系列的基础之上，同时引入了更高的内存选项以及更丰富的外
设集。 

MCXA14x/15x器件支持1.71V至3.6V的电压范围，并专注于低功耗性能，非常适合广泛的工业和物联网应用。

MCXA14x/15x系列提供少引脚数选项，并针对成本敏感型应用进行了优化。 

为了满足不同客户的需求，已有30多种MCXA14x/15x器件可供选择，未来还将推出更多器件。MCXA14x/15x在
内存集和性能方面提供了可扩展性。这些器件中的大多数都是引脚完全兼容的，而且所有器件都是软件兼容的。

现在就可以使用已有的器件开始硬件设计。未来，可以在整个MCXA14x/15x系列中灵活地升级或降级器件。 

 

 

 

 

 

 

 

图1. MCXA14x/15x型号的可扩展性 

图2解释了如何解码MCXA14x/15x型号。 

https://www.nxp.com.cn/products/processors-and-microcontrollers/arm-microcontrollers/general-purpose-mcus/mcx-arm-cortex-m/mcx-a-series-microcontrollers/mcx-a13x-14x-15x-mcus-with-arm-cortex-m33-scalable-device-options-low-power-and-intelligent-peripherals:MCX-A13X-A14X-A15X
https://www.nxp.com/pages/technical-documentation-feedback:WF-TECHNICAL-DOCUMENTATION-FEEDBACK?tid=pdfwf_UG10151
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在MCXA14x/15x的型号中： 
• “A”表示器件型号系列。 
• “1”表示基线功能集，也表示该器件具有较高的性价比。 
• 下一个字符（‘4’或‘5'）表示内核速度--MCXA14x为48MHz，MCXA15x为96MHz。 
• 下一个字符表示内存大小，例如，“2”表示64KB闪存。 
• “V”表示温度范围为-40°C至125°C。 
• 最后两个字符表示封装选项，例如，“PJ”表示VFBGA112封装。 

 
2.1 MCXA14x/15x特性 
MCXA14x/15x MCU的特性总结如下： 
• 32位Arm Cortex-M33核，运行速度高达96MHz 
• 可扩展的内存容量 — 高达1MB闪存和128KB的静态随机存取存储器（SRAM） 
• 高精度混合信号功能，包括片上模拟比较器、16位ADC、12位DAC、运算放大器和集成温度传感器 
• 功能强大的定时器，适用于广泛的应用，包括电机控制和照明控制应用 
• 串行通信接口，如LPUART、LPSPI、LPI2C、I3C、带CAN FD的FlexCAN和FlexIO 
• 工作结温范围从-40 °C至+125 °C 

注：有关MCXA14x/15x MCU功能的更多详细信息，请参阅与器件型号相对应的MCXA14x/15x数据手册。 
以下各小节提供了MCXA14x/15x系列器件之间特性的比较。 

 
2.1.1 内核平台 

所有MCXA14x/15x系列的器件均基于内核频率为48MHz或96MHz的Arm Cortex-M33内核。表1对比了
MCXA14x/15x系列器件之间的内核特性。 
表1. MCXA14x/15x系列内核功能对比 
内核功能 MCXA146 MCXA145 MCXA144 MCXA143 MCXA142 MCXA156 MCXA155 MCXA154 MCXA153 MCXA152 

内核 — Arm Cortex-M33 48 MHz 96 MHz 

高速缓存 4 KB 

直接存储器存取(DMA) 8通道 4通道 8通道 4通道 

唤醒单元(WUU) 是 

外设输入复用(INPUTMUX) 是 

 
2.1.2 时钟 

表2对比了MCXA14x/15x系列器件之间的时钟特性。 
表2. MCXA14x/15x系列时钟特性对比 
时钟功能 MCXA146 MCXA145 MCXA144 MCXA143 MCXA142 MCXA156 MCXA155 MCXA154 MCXA153 MCXA152 

快速内部参考时钟 
(FRO192M) 

48 MHz 192 MHz 

慢速内部参考时钟(FRO12M) 12 MHz 

低功耗内部参考时钟

(FRO16K) 
16.384 kHz 

系统振荡器(SOSC) 8–50 MHz 

https://www.nxp.com/pages/technical-documentation-feedback:WF-TECHNICAL-DOCUMENTATION-FEEDBACK?tid=pdfwf_UG10151
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2.1.3 存储器 

表3对比了MCXA14x/15x系列器件之间的存储器特性。 
表3. MCXA14x/15x系列存储器对比 
存储器 MCXA146 MCXA145 MCXA144 MCXA143 MCXA142 MCXA156 MCXA155 MCXA154 MCXA153 MCXA152 

闪存 1024 KB 512 KB 256 KB 128 KB 64 KB 1024 KB 512 KB 256 KB 128 KB 64 KB 

SRAM  

 

 128 KB，
包括8 KB
用于ECC  

 96 KB，
包括8 KB
用于ECC  

 64 KB，
包括8 KB
用于ECC  

 32 KB，
包括8 KB
用于ECC  

 16 KB，
包括8 KB
用于ECC  

 128 KB，
包括8 KB
用于ECC  

 96 KB，
包括8 KB
用于ECC  

 64 KB，
包括8 KB
用于ECC  

 32 KB，
包括8 KB
用于ECC  

16 KB，
包括8 KB
用于ECC

错误注入模块(EIM) 是 

错误记录模块(ERM) 是 

高速缓存 
MCXA14x/15x具有4KB的低功耗高速缓存控制器(LPCAC) RAM，可提供对指令或数据的低延迟访问。LPCAC RAM
位于内核代码总线上。当禁用LPCAC时，可将其配置为代码紧密耦合存储器(TCM) SRAM。 

闪存 
MCXA14x/15x具有高达1MB的闪存阵列，该阵列以单一阵列的形式实现。此闪存阵列支持每128位的ECC。它还支
持闪存交换功能。最小的闪存编程段大小为16字节。 

闪存子系统还包括内存块检查器（MBC）、闪存控制器（FMC）和闪存模块（FMU）。 

FMC实现了128位入口缓冲区和128位预取缓冲区。这些缓冲区允许程序代码以高于闪存所支持频率的时钟频率执
行。它加速了闪存传输。 

SRAM 
MCXA14x/15x具有高达128KB的SRAM，它被分为多个SRAM区段，包括SRAM X0、X1、A0、A1、A2、A3、B0、
B1和B2。因此，在低功耗模式下，不同的SRAM区段可以独立保留，以降低功耗。 

在每个32位对齐的字段上，8KB的SRAM A0区段支持2位纠错码（ECC）检测和1位ECC校正。此外，为了功能安
全诊断（自检）的目的，MCXA14x/15x还提供了错误注入模块（EIM）。EIM模块可用于在RAM ECC中诱发人为
错误。它可以在数据上注入单位或多位反转。 

为了获得128KB的连续SRAM寻址，可启用SRAM重映射功能，方法是通过在SRAM B2之后立即重新映射SRAM X0。 
 

2.1.4 通信接口 

表4对比了MCXA14x/15x系列器件之间的通信接口。 
表4. MCXA14x/15x系列通信接口对比 
通信接口 MCXA146 MCXA145 MCXA144 MCXA143 MCXA142 MCXA156 MCXA155 MCXA154 MCXA153 MCXA152 

LPUART 5 3 5 3 

LPSPI 2 

LPI2C 4 1 4 1 

I3C 1 

USB FS设备 1 

FlexCAN[1] 1 - 1 (CAN FD) - 

 
 
 

https://www.nxp.com/pages/technical-documentation-feedback:WF-TECHNICAL-DOCUMENTATION-FEEDBACK?tid=pdfwf_UG10151
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表4. MCXA14x/15x系列通信接口对比（续） 
通信接口 MCXA146 MCXA145 MCXA144 MCXA143 MCXA142 MCXA156 MCXA155 MCXA154 MCXA153 MCXA152 

灵活的I/O (FlexIO)[2] 1 - 1 - 

[1] MCXA156/A155/A154支持CAN灵活数据速率（CAN FD），这对于工业应用来说是一个重要功能。 
[2] FlexIO可以模拟各种通信接口，如UART、I²C、摄像头和LCD驱动器。 

 
2.1.5 模拟模块 

表5对比了MCXA14x/15x系列器件之间的模拟模块。 
表5. MCXA14x/15x系列模拟模块对比 
模拟模块 MCXA146 MCXA145 MCXA144 MCXA143 MCXA142 MCXA156 MCXA155 MCXA154 MCXA153 MCXA152 

模拟比较器

(LPCMP) 
2 

ADC 2 1 2 1 

DAC - 1 1 1 - 

OpAmp - 1 1 1 - 

 

有关ADC配置和采样率计算，请参阅《MCXA14x/15x ADC用法和计算器工具》（AN14390）。 
 
2.1.6 定时器 

表6对比了MCXA14x/15x系列器件之间的电机控制定时器。 
表6. MCXA14x/15x系列电机控制定时器 
电机控制定时器 MCXA146 MCXA145 MCXA144 MCXA143 MCXA142 MCXA156 MCXA155 MCXA154 MCXA153 MCXA152 

FlexPWM[1][2] 1 2 1 

AND/OR/INVERT (AOI) 2 1 2 1 

正交解码器(eQDC)[3] 1 2 1 

[1] FlexPWM0在所有MCXA14x/15x器件中均可用，而FlexPWM1仅在MCXA156/A155/A154中可用。 
[2] 每个FlexPWM模块都有三个子模块。 
[3] QDC0在所有MCXA14x/15x器件中均可用，而QDC1仅在MCXA156/A155/A154中可用。 

 
表7对比了MCXA14x/15x系列器件之间的通用定时器。 
表7. MCXA14x/15x系列通用定时器对比 
通用定时器 MCXA146 MCXA145 MCXA144 MCXA143 MCXA142 MCXA156 MCXA155 MCXA154 MCXA153 MCXA152 

32位定时器（CTimer） 5 3 5 3 

低功耗定时器（LPTMR） 1 

微滴答定时器（UTICK） 1 

操作系统事件定时器

（OSTIMER） 
1 

窗口看门狗定时器（WWDT） 1 

频率测量（FREQME） 1 

唤醒计时器 1 

 
2.1.7 GPIO 

表8对比了MCXA14x/15x系列器件之间的输入/输出（I/O）。 

https://www.nxp.com/pages/technical-documentation-feedback:WF-TECHNICAL-DOCUMENTATION-FEEDBACK?tid=pdfwf_UG10151


UG10151 
MCXA14x/15x硬件设计指南 

恩智浦半导体 

UG10151 

用户指南 
 
 
 
 
 
 

本文件中提供的所有信息均受法律免责声明的约束。 

第1.0版—2024年8月22日 
 
 
 
 
 
 

©  2024 NXP B.V. 版权所有。 

技术文档反馈 
6 / 21 

 
 
 
 
 

 

 

 
 
 

表8. MCXA14x/15x系列I/O对比 
I/O MCXA146 MCXA145 MCXA144 MCXA143 MCXA142 MCXA156 MCXA155 MCXA154 MCXA153 MCXA152 

独立I/O电源[1] VDD_P3 - VDD_P3 - 

可承受5 V的I/O[2] 2 

高驱动I/O (20 mA)[3] 高达8 

50 MHz I/O[4] 高达21 

[1] MCXA146/MCXA145/MCXA144/MCXA156/MCXA155/MCXA154在P3端口上支持1.2 V I/O电源。 
[2] P3_27和P3_28引脚为可承受5V的I/O。 
[3] P0_16、P0_17、P1_8、P1_9、P1_30、P1_31、P3_0和P3_1引脚为高驱动I/O。 
[4] P1、P3和P4端口上提供50MHz I/O。 

 
表9所示为MCXA14x/15x系列器件的不同封装中可用的通用输入/输出（GPIO）数量。  
表9. MCXA14x/15x系列GPIO对比 
封装 GPIO数量 

MCXA146 MCXA145 MCXA144 MCXA143 MCXA142 MCXA156 MCXA155 MCXA154 MCXA153 MCXA152 

VFBGA112 (PJ) 82 - 82 - 

LQFP100 (LL) 81 - 81 - 

LQFP64 (LH) - 52 - 52 

LFBGA64 (MP) 50 - 50 - 

HVQFN48 (FT) - 41 - 41 

HVQFN32 (FM) - 26 - 26 

 
2.2 封装选项 
MCXA14x/15x器件有不同的封装选项，包括： 
• 传统有引线封装（QFP）和无引线封装（QFN） 
• 先进球栅阵列（BGA）封装 

多种封装选项可帮助客户为其硬件设计实现可靠的机械和散热性能。 

表10列出了MCXA14x/15x器件可用的封装选项。 
表10. MCXA14x/15x封装选项 
封装 引脚数量 GPIO数量 尺寸（长度x宽度x厚度） 间距 封装图纸文件编号 

VFBGA112 (PJ) 112 82 7 x 7 x 0.86 mm 0.5 mm 98ASA02081D 

LQFP100 (LL) 100 81 14 x 14 x 1.4 mm 0.5 mm 98ASS23308W 

LQFP64 (LH) 64 52 10 x 10 x 1.4 mm 0.5 mm 98ASS23234W 

LFBGA64 (MP) 64 50 5 x 5 x 1.2 mm 0.5 mm 98ASA02085D 

HVQFN48 (FT) 48 41 7 x 7 x 0.9 mm 0.5 mm 98ASA01637D 

HVQFN32 (FM) 32 26 5 x 5 x 0.9 mm 0.5 mm 98ASA02110D 

如表10所列，MCXA14x/15x器件提供多种封装选项，引脚数从最低的32个（HVQFN32）到最高的112个
（VFBGA112）。低引脚数封装使得这些器件可用于简单、低成本的PCB设计。 

https://www.nxp.com/pages/technical-documentation-feedback:WF-TECHNICAL-DOCUMENTATION-FEEDBACK?tid=pdfwf_UG10151
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图3. 采用5x5 mm、0.5 mm间距的LFBGA64封装的MCXA156器件 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
图4. MCXA14x/15x LFBGA64布局示例 

 

 

 

2.2.1 BGA封装 

球栅阵列（BGA）是一种常用的封装选项，适用于多I/O需求的器件，特别是在小外形尺寸设计中使用的器件。
MCXA14x/15x器件提供以下两种BGA封装： 

• 极薄细间距球栅阵列（VFBGA112） 
• 扁平细间距球栅阵列（LFBGA64） 

图3所示为采用5x5mm、0.5mm间距的LFBGA64封装的MCXA156器件。 

球形样式的设计方式使得过孔可以放置在空置区域，从而更便于信号的扇出。VDD和VSS信号被方便地分组，为
扇出芯片提供了多种选项，而无需采用焊盘内过孔技术。LFBGA64封装的MCXA14x/15x器件可以轻松地与低成本
的二层技术一起使用。图4所示为采用LFBGA64封装的MCXA14x/15x器件的布局示例。 

 

https://www.nxp.com/pages/technical-documentation-feedback:WF-TECHNICAL-DOCUMENTATION-FEEDBACK?tid=pdfwf_UG10151
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图5. MCXA14x/15x HVQFN48封装图纸 

 
 
 

2.2.2 LQFP封装 

薄型四方扁平封装（LQFP）是一种厚度较薄的QFP封装。MCXA14x/15x器件提供以下两种LQFP封装： 
• LQFP100 
• LQFP64 

MCXA14x/15x的LQFP封装在封装底部没有可用作接地连接和/或散热片的裸露焊盘。 
 
2.2.3 HVQFN封装 

热沉极薄四方扁平无引线封装（HVQFN）在芯片的所有四个侧面都配有电极触点（而不是引线）。与QFP封装相
比，HVQFN封装具有更小的安装面积和更低的高度。QFN封装底部裸露的散热焊盘可直接焊接到系统PCB上，以
增加芯片的散热。 

MCXA14x/15x器件提供以下两种HVQFN封装： 
• HVQFN48 
• HVQFN32 

MCXA14x/15x的HVQFN48封装有一些内部裸露引线，如图5所示。在设计硬件时，请勿将这些裸露的引线焊接到
PCB上。用阻焊层覆盖此区域，以便更轻松地进行信号布线。 

要查找封装图纸，请访问nxp.com.cn，并使用封装图纸文件编号作为搜索关键字进行搜索操作。要查找封装图纸
的文档编号，请参见表10。 
 
2.3 引脚兼容性 

除ISP (ISPMODE_N)等少数引脚外，MCXA14x/15x系列器件的大多数引脚都是兼容的。ISP引脚决定复位后是从
内部闪存启动还是进入ISP模式。 

https://www.nxp.com.cn/
https://www.nxp.com/pages/technical-documentation-feedback:WF-TECHNICAL-DOCUMENTATION-FEEDBACK?tid=pdfwf_UG10151
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表11对比了MCXA14x/15x系列器件之间的ISP引脚分配。 
表11. MCXA14x/15x系列ISP引脚分配对比 
封装 ISP引脚分配 

MCXA146 MCXA145 MCXA144 MCXA143 MCXA142 MCXA156 MCXA155 MCXA154 MCXA153 MCXA152 

VFBGA112 (PJ) P0_6 - P0_6 - 

LQFP100 (LL) P0_6 - P0_6 - 

LFBGA64 (MP) P0_6 - P0_6 - 

LQFP64 (LH) P3_29 

HVQFN48 (FT) P3_29 

HVQFN32 (FM) - P3_29 - P3_29 

 

3 最小系统 

在设计硬件时，最初的步骤之一是确定运行MCU所需的最小系统组件。对于MCXA14x/15x系列器件，关键的系统
组件包括复位、ISP、调试、电源和可选的时钟。 

复位时ISP引脚的状态决定了MCXA14x/15x MCU的启动源。如果ISP引脚被拉低，MCU将进入ISP启动模式；否则，
它将从内部闪存启动。 

图6所示为MCXA14x/15x器件的最小系统。 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
图6. MCXA14x/15x最小系统 
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4 电源 

MCXA14x/15x的工作电源电压范围为1.71V至3.6V。它有多个可以相互独立地置于不同电源模式下的电源域，以提
高电源效率。多个电源可为电源域和I/O端口供电。图7所示为MCXA14x/15x的电源方案。 

 
图7所示的输入电源说明如下： 

• 数字电源(VDD)：VDD电源用于以下目的： 
– 它为系统电源域和I/O端口（除端口3外）供电。系统电源域主要包括系统电源控制（SPC）、高压检测（HVD）

/低压检测（LVD）、唤醒单元（WUU）和低功耗定时器（LPTMR）。 
– 它通过内部LDO为内核电源域供电。内核电源域支持动态电压和频率调节（DVFS）功能。该功能允许您根据
所需的MCU内核频率上调或下调电压。例如，如果要以最高频率（96MHz）运行内核时钟，内核电压必须保
持在1.1V。然而，如果应用程序可以容许在较低频率下运行（即使只是短时间），也可以降低内核电压。降低
内核电压可减少功耗。 

• 模拟电源（VDD_ANA）：VDD_ANA电源用于为模拟电源域（包括ADC模块）供电。通常在硬件设计中，
VDD_ANA连接到VDD。如果要提高ADC精度，可以使用独立的电源为VDD_ANA供电。不过，请确保
VDD_ANA和VDD之间的电压差在MCXA14x/15x数据手册中规定的± 0.1V范围内。 

…
 

…
 

…
 

…
 

…
 

图7. MCXA14x/15x电源方案 
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• USB电源（VDD_USB）：VDD_USB电源用于为USB域供电。对于VDD_USB，电压必须保持在3V至3.6V的范
围内。如果USB域未使用，可通过一个10kΩ的电阻将VDD_USB接地。 

• 可选（独立）端口3电源（VDD_P3）：在某些MCXA14x/15x器件上，一个独立的电源VDD_P3可用于为1.2V
的I/O端口3供电。VDD_P3的工作电压范围为1.14V至3.6V。 

 
4.1 大容量电容和去耦电容 
大容量电容和去耦电容可帮助MCU芯片正常运行： 

• 大容量电容用于为MCU引脚提供本地电源。 
• 去耦电容，如果接地，则有助于防止噪声进入MCU芯片。 

图8所示为一个带有大容量电容和去耦电容的电路图示例。 

 

  在硬件设计中使用大容量电容和去耦电容时，请遵循以下建议： 

• 使用在所需频率范围内表现为低电抗的去耦电容。 
• 对于每个电源引脚，使用一个电容值为0.1μF的去耦电容。 
• 对于每个电源域，使用一个电容值在2.2μF至10μF范围内的大容量电容。 
• 将去耦电容和大容量电容尽可能靠近其各自对应的MCU引脚放置。 

 
4.2 电源注意事项 
在设计硬件时，请遵循以下电源注意事项： 

图8. 大容量电容和去耦电容 
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• VDD_ANA电源必须与VDD电源处于同一电压水平，并且这两个电源必须一起上电。 
• VDD_P3电源（端口3的I/O电源）必须与VDD一起或在VDD之后上电。如果要关闭VDD_P3，请在活动模式下
关闭VDD_P3之前，在SPC EVD_CFG寄存器中置位以形成隔离。 

 
5 时钟 

MCXA14x/15x MCU包含一个外部振荡器模块 — 一个带有外部8-50 MHz晶振的系统振荡器（SOSC）。图9所示
为一个系统振荡器电路框图示例。 

 

 

6 调试和编程接口 

本节包含以下小节： 
• 第6.1节“复位系统” 
• 第6.2节“JTAG/SWD接口” 
• 第6.3节“ISP烧录” 

 

6.1 复位系统 
复位MCU提供了一种从一组已知初始条件开始处理的方法。当系统复位开始时： 
• 片上稳压器完全控制电源 
• 系统时钟由内部参考时钟生成 

 
6.1.1 外部复位引脚（RESET_B） 

RESET_B引脚是一个带有内部上拉电阻的双向开漏引脚。将RESET_B置位可以从任何模式唤醒MCU。在

MCXA14x/15x中，RESET_B功能在GPIO引脚P1_29上复用，并且此功能是该引脚的默认功能。 

RESET_B引脚有以下两种工作方式： 
• 在活动模式和低功耗模式下，RESET_B引脚可以被外部置位，以强制芯片进入引脚复位状态。 

图9. SOSC电路框图示例 

https://www.nxp.com/pages/technical-documentation-feedback:WF-TECHNICAL-DOCUMENTATION-FEEDBACK?tid=pdfwf_UG10151


UG10151 
MCXA14x/15x硬件设计指南 

恩智浦半导体 

UG10151 

用户指南 
 
 
 
 
 
 

本文件中提供的所有信息均受法律免责声明的约束。 

第1.0版—2024年8月22日 
 
 
 
 
 
 

©  2024 NXP B.V. 版权所有。 

技术文档反馈 
13 / 21 

 
 
 
 
 

 

 

 
 
 

• 在复位期间，RESET_B引脚驱动低电平，直到芯片完成硬件初始化。此时，RESET_B引脚被释放。如果该引
脚被外部置位，MCU将一直处于复位状态，直到RESET_B输入被拉高。 

RESET_B引脚实现了一个数字滤波器，用于滤除引脚上的毛刺。可以通过软件配置该滤波器，以滤除小于核心模
式控制器（CMC）时钟1-32个周期的毛刺。如果禁用CMC时钟，在低功耗模式下，该滤波器将被旁路。 

 
6.2 JTAG/SWD接口 

MCXA14x/15x MCU支持使用低成本、10脚、0.05英寸连接器的JTAG/串行线调试（SWD）调试接口。由于该连
接器同时支持JTAG和SWD信号，因此可以将外部调试器配置为JTAG或SWD模式来调试MCXA14x/15x MCU。
JTAG/SWD连接器提供指令跟踪宏单元（ITM）和数据观察点与跟踪（DWT）信息。 

在SWD模式下，以下两个引脚用于调试： 
• 双向SWDIO引脚，用于数据传输 
• SWDCLK引脚，用于为数据提供时钟 

第三个引脚SWO以较低的系统成本传输跟踪数据。JTAG引脚和SWD引脚是共享的。 

表12所示为MCXA14x/15x调试引脚分配。 

表12. MCXA14x/15x调试引脚分配 

信号名称 说明 MCU端口 内部上拉/下拉电阻 

JTAG模式 SWD模式 

TCK SWDCLK 将时钟输入到内核 P0_1 下拉 

TDI - JTAG测试数据输入 P0_3 上拉 

TDO SWO JTAG测试数据输出/串行线调试跟踪数据输出 P0_2 - 

TMS SWDIO JTAG测试模式选择/串行线调试数据I/O P0_0 上拉 
RESET RESET 复位MCU P1_29 上拉 
GND GND 接地 VSS - 

如表12所示，MCXA14x/15x调试引脚默认具有内部上拉/下拉电阻。为了使调试器连接更加稳健，可以为

JTAG/SWD信号添加外部上拉/下拉电阻。恩智浦还建议为关键引脚连接添加静电放电（ESD）二极管。 

图10所示为一个调试接口电路图示例。 
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MCXA14x/15x还允许使用JTAG和边界扫描来执行无探头的器件连接性测试。有关详细信息，请参阅《如何使用
μTrace和Trace32在MCXA系列上执行边界扫描》（AN14209）。 

 
6.3 ISP烧录 

除外部JTAG/SWD调试器外，还可使用在线编程（ISP）对MCXA14x/15x MCU进行编程。在MCU复位期间，
MCU ISP引脚（ISPMODE_N）的状态决定了是进入正常启动流程还是进入ISP模式。在ISP模式下，可以通过ISP
启动外设对MCU进行编程。 

根据器件型号的不同，默认的ISP引脚为P0_6或P3_29。有关ISP引脚分配的更多详细信息，请参见表11。 

表13所示为默认的ISP启动外设和相应的引脚分配。 

表13. MCXA14x/15x ISP启动外设 

ISP启动外设 信号名称 MCU引脚 

LPUART0 LPUART0_RXD P0_2 

LPUART0_TXD P0_3 

USB0 USB0_DM USB0_DM 

USB0_DP USB0_DP 

图11所示为MCXA156 MCU的一个电路图示例，具有一个用于进入ISP模式的ISP按钮SW3。按下ISP按钮会使
MCXA156 MCU的引脚P0_6 (ISPMODE_N)置位，从而强制MCU的扩展引导加载程序在ISP模式下运行。 

图10. JTAG/SWD接口电路图 
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7 未使用的引脚 

表14为端接MCXA14x/15x MCU未使用的引脚提供了建议。 

表14. 终止未使用引脚的建议 
引脚 默认状态 端接未使用引脚的建议方法 

数字/模拟引脚 禁用 保持悬空。 
将引脚的复用模式配置为禁用或模拟（PCRn[MUX] = 0）会禁用
该引脚的输入缓冲区。这样会降低功耗。 

P1_29/RESET_B 带默认内部上拉电阻的输入 如果RESET_B引脚未使用，则可以保持悬空并按以下方式配置： 
• 通过设置PCR9[MUX] = 0将其配置为GPIO 
• 通过设置PCR9[IBE] = 0将其禁用 

P3_29/ISPMODE_N, 
P0_6/ISPMODE_N 

带默认内部上拉电阻的输入 保持悬空。 
将引脚的复用模式配置为禁用或模拟（PCRn[MUX] = 0）会禁用
该引脚的输入缓冲区。这样会降低功耗。 

P1_30/XTAL48M, P1_ 
31/EXTAL48M 

禁用 保持悬空 

VDD_USB  将未使用的VDD_USB引脚通过一个10kΩ电阻接地。 
USB_DP  保持悬空 

USB_DM  保持悬空 

 

8 EMC建议 

要查找MCXA14x/15x系列器件的电磁兼容性（EMC）建议，请参阅《MCXA14x/15x MCU设计的EMC指南》
（AN14395）。 

 
9 参考资料 

有关MCXA14x/15x系列器件的更多信息，还可以参考以下文档： 
 
 

图11. ISP按钮电路图 

Note: 

Place cap close to switch 
1000 pF 

C38 

434123025826 

3 2 

P0_6/ISPMODE_N-SW 1    SW3    4 

10 K 

ISP 
R48 

VDD_BOARD 
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• 《MCXA156, A155, A154, A146, A145, A144数据手册》（MCXAP100M96FS6） 
• 《MCXA156, A155, A154, A146, A145, A144参考手册》（MCXAP100M96FS6RM） 
• 《MCXA153, A152, A143, A142数据手册》（MCXAP64M96FS3） 
• 《MCX A153, A152, A143, A142参考手册》（MCXAP64M96FS3RM） 
• 《FRDM-MCXA156开发板用户手册》（UM12121） 
• 《FRDM-MCXA153开发板用户手册》（UM12012） 
• 《MCXA14x/15x MCU设计的EMC指南》(AN14395） 
• 《MCXNx4x硬件设计指南》（UG10092） 
• 《MCXA14x/15x ADC用法和计算器工具》（AN14390） 
• 《LPC55(S)xx微控制器的硬件设计指南》（AN13033） 
• 《如何使用μTrace和Trace32对MCXA系列进行边界扫描》（AN14209） 
• 《MCX A系列：面向嵌入式创新的多功能MCU白皮书》 

注：其中一些文档可能仅在签订保密协议（NDA）的情况下才能获得。要获取此类文档，请联系当地的恩智浦现
场应用工程师（FAE）或销售代表。 

 

10 缩略语 

表15列出了本文档中所用的缩略语。 

表15. 缩略语 
缩略语 说明 
ADC 模数转换器 
AOI 与/或/反相 
BGA 球栅阵列 
CAN 控制器局域网 
CMC 核心模式控制器 
DAC 数模转换器 
DMA 直接存储器存取 
DVFS 动态电压和频率调节 
DWT 数据观察点和跟踪 
ECC 纠错码 
EIM 错误注入模块 
EMC 电磁兼容性 
ERM 错误记录模块 
ESD 静电放电 
FD 灵活数据速率 
FlexCAN 灵活数据速率控制器局域网 
FlexIO 灵活输入/输出 
FlexPWM 灵活脉冲宽度调制器 
FMC 闪存控制器 
FMU 闪存模块 
FS 全速 

https://www.nxp.com/doc/MCXAP100M96FS6RM
https://www.nxp.com/docs/en/data-sheet/MCXAP64M96FS3.pdf
https://www.nxp.com/webapp/Download?colCode=MCXAP64M96FS3RM
https://www.nxp.com/doc/UM12121
https://www.nxp.com/doc/UM12012
https://www.nxp.com/doc/AN14395
https://www.nxp.com/doc/UG10092
https://www.nxp.com/docs/en/application-note/AN13033.pdf
https://www.nxp.com/doc/AN14209
https://www.nxp.com/pages/technical-documentation-feedback:WF-TECHNICAL-DOCUMENTATION-FEEDBACK?tid=pdfwf_UG10151
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表15. 缩略语（续） 
缩略语 说明 

GPIO 通用输入/输出 

HVD 高压检测 

HVQFN 热沉极薄四方扁平无引线封装 

I/O 输入/输出 

I2C 内部集成电路 

I3C 改进型内部集成电路 

ISP 在线烧录 

ITM 指令跟踪宏单元 

JTAG 联合测试行动组 

LCD 液晶显示器 

LFBGA 薄型细间距球栅阵列 

LPCAC 低功耗高速缓存控制器 

LPI2C 低功耗内部集成电路 

LPSPI 低功耗串行外设接口 

LPUART 低功耗通用异步接收器/发送器 

LQFP 薄型四方扁平封装 

LVD 低压检测 

MBC 内存块检查器 

MCU 微控制器单元 

OpAmp 运算放大器 

OS 操作系统 

QDC 正交解码器 

QFN 四方扁平封装，无引线 

QFP 四方扁平封装 

RAM 随机存取存储器 

SOSC 系统振荡器 

SPC 系统电源控制 

SRAM 静态随机存取存储器 

SWD 串行线调试 

SWO 串行线调试跟踪数据输出 

TCM 紧密耦合存储器 

TDI 测试数据输入 

TDO 测试数据输出 

TMS 测试模式选择 

UART 通用异步接收器/发送器 

USB 通用串行总线 
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表15. 缩略语（续） 
缩略语 说明 

VFBGA 极薄细间距球栅阵列 

WUU 唤醒单元 

 

11 修订历史 

表16汇总了本文的修订情况。 

表16. 修订历史 
文档ID 发布日期 说明 

UG10151 v.1.0 2024年8月22日 首次公开发布 
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